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东莞低温红胶批发

发布日期: 2025-09-29

SMT贴片红胶常见问题：
1、推力不足
推力不足的原因有:1。胶量不足。2.胶体没有100%固化。3.PCB板或元器件被污染。4.胶体本身是
易碎的，没有强度。
2、胶量不够或漏点
原因及对策：1。印刷用网板未定期清洗。应每8小时用乙醇清洗一次。2.胶体中有杂质。3.网板
开孔不合理、过小或点胶压力过小，设计出胶量不足。4.胶体中有气泡。5.如果点胶头堵塞，请
立即清洁分配喷嘴。6.如果点胶头的预热温度不够，则应将分配头的温度设置为38℃。
3、拉丝
拉丝是指点胶时贴片胶无法断开，且贴片胶在点胶头移动方向呈丝状连接的现象。有接丝较多，
贴片胶覆盖在印制焊盘上，将导致焊接不良。特别是当尺寸较大时，使用点涂喷嘴时更容易出现
这种现象。贴片胶拉丝主要受其主成份树脂拉丝性的影响和对点涂条件的设定。SMT红胶贴片加工
工艺的常见问题和解决方法。东莞低温红胶批发

常见的SMT贴片红胶不良现象：施红胶不稳定、粘接不到位：施红胶不稳定、粘接不到位的原
因有：1、冰箱中取出就立即使用；2、涂覆温度不稳；3、涂覆压力低，时间短；4、注射筒内混
入气泡；5、供气气源压力不稳；6、胶嘴堵塞；7、电路板定位不平8、胶嘴磨损；9、胶点尺寸与
孔内径不匹配。施红胶不稳定、粘接不到位的解决方法：1、充分解冻后再使用；2、检查温度控
制装置；3、适当调整凃覆压力和时间；4、分装时采用离心脱泡装置；5、检查气源压力，过滤齐，
密封圈；6、清洗胶嘴；7、咨询电路板供应商；8、更换胶嘴；9、加大胶点尺寸或换用内径较小
的胶嘴。东莞低温红胶批发SMT贴片红胶的用途有哪些？

SMT贴片红胶基本知识及应用指南：
关于SMT贴片红胶：SMT贴片红胶是一种聚稀化合物，与锡膏不同的是其受热后便固化，其凝固点
温度为150℃，这时，红胶开始由膏状体直接变成固体。
SMT贴片红胶的性质：
SMT贴片红胶具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等。根据红胶的这个特性，故在生产中，利
用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面，防止其掉落。
于印刷机或点胶机上使用：
1、为保持贴片胶的品质，请置于冰箱内冷藏（5±3℃）储存 ；
2、从冰箱中取出使用前，应放在室温下回温2~3小时 ；
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3、可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管点胶：
1）、在点胶管中加入后塞，可以获得更稳定的点胶量 ；
2）、推荐的点胶温度为30-35℃ ；
3）、分装点胶管时，请使用特用胶水分装机进行分装，以防止在胶水中混入气泡 刮胶：推荐的
刮胶温度为30-35℃  注意事项：红胶从冷藏环境中移出后，到达室温前不可打开使用。为避免污
染原装产品，不得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。

常见的SMT贴片红胶不良现象：
元件偏移：造成元件偏移的原因有：1、红胶胶粘剂涂覆量不足；2、贴片机有不正常的冲击力;3、
红胶胶粘剂湿强度低;4、涂覆后长时间放置;5、元器件形状不规则,6、元件表面与胶粘剂的粘合
性不协调。元件偏移的解决方法：1、调整红胶胶粘剂涂覆量；2、降低贴片速度，3、大型元件较
后贴装；4、更换红胶胶粘剂；5、涂覆后1H内完成贴片固化。元件掉件：造成元件掉件的原因有：
1、固化强度不足或存在气泡；
2、红胶点胶施胶面积太小；
3、施胶后放置过长时间才固化；
4、使用UV固化时胶水被照射到的面积不够；
5、大封装元件上有脱模剂。
元件掉件的解决方法：
1、确认固化曲线是否正确及红胶粘胶剂的抗潮能力；
2、增加涂覆压力或延长涂覆时间；
3、选择粘性有效时间较长的红胶胶粘剂或适当调整生产周期，
4、涂覆后1H内完成贴片固化。
5、增加胶量或双点施行胶，使红胶胶液照射的面积增加；
6、咨询元器件供应商或更换红胶粘胶剂。SMT红胶主要用来将元器件固定在印制板上。

SMT贴片红胶的主要性能指标和评估:铺展/塌落性:贴片胶不只要黏牢元件，还应具有润湿能
力，即铺展性。不应过分地铺展，否则会出现塌落，以致漫流到焊盘上造成焊接缺陷。通过铺展/
塌落试验来考核贴片胶初粘力及流变性。固化性能:贴片胶应能在尽可能低的温度，以较快速度固
化。固化后胶点表面硬化、光滑。如果贴片胶固化性能不好，一旦升温速度过快，贴片胶中夹杂
的空气、水气以及挥发性物质来不及挥发，就可能导致固化后的贴片胶出现表面不平滑、孔和气
泡，不只影响了粘接强度，而且在波峰焊或清洗时，气泡或孔吸收助焊剂、清洗剂，从而导致电
气性能的降低。SMT贴片红胶要放在2-8℃的冰箱中保存，防止由于温度变化，影响特性。东莞低
温红胶批发

SMT贴片红胶使用知识大全及常见问题点解决方案！东莞低温红胶批发

贴片红胶的特点及应用：
贴片红胶是一种聚稀混合物。其主要成分为基材（即主要高分子材料）、填料、固化剂、其他添
加剂等，SMT贴片红胶具有粘度、流动性、温度和润湿性等特点。根据红胶的这一特点，生产中使
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用红胶的目的是使零件牢固地附着在印刷电路板的表面，防止其脱落。因此，贴膜是一种纯消费
过程的产物。使用SMT贴片红胶的目的：（1）防止波峰焊（波峰焊）过程中元件脱落。使用波峰
焊时，元件固定在印刷电路板上，以防印刷电路板通过焊接槽时脱落。（2）在回流焊中，防止另
一侧部件脱落（双面回流焊工艺）。在双面回流焊过程中，为了防止大型设备因焊接侧的焊料熔
化而脱落，采用了SMT补片。（3）防止构件位移和位置（回流焊工艺、预涂工艺）。用于再流焊
工艺和预涂工艺，防止安装过程中板料移位和立板。（4）标记（波峰焊、回流焊、预涂）。此外，
当批量变化时，贴膜还用于标记印刷电路板和元件。东莞低温红胶批发


